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内容概要

打开任何一种电子产品的外壳或罩盖，大多数都会看到一块安装有密密麻麻电子元件和布满金色或银
色线路的绿色胶版——印制板。
小到电子表、手机，大到电视机、电脑，都要用到印制板。
    电子技术的进步，催化了印制板的诞生，而印制板的应用，又加快了电子技术的进步和电子产品的
飞速发展。
在一定程度上可以说，没有印制板在电子产品中的应用，就没有高效率和大规模的电子产品制造业。
    在没有印制板以前，电子产品的安装是一个耗时耗工的劳动密集型产业。
产品线路越复杂，花在装配工作上的工作量就越大，并且出现质量事故的几率也越高。
这是因为这个时候的电子产品的安装，是靠人工将诸多的电子元件一个一个地分别插进安装板的铆钉
孔内，再以导线对照绘在纸上的线路图，一个焊点一个焊点地焊出来的。
一部简单的收音机就有几十个焊点，复杂的有上百个焊点。
如果是更为复杂的线路，不仅是焊点更多，其产品的体积也更大。
因为更多的元器件，已经不可能挤在一小块安装基板上了，有时要分成几个盒子。
比如安装第一部电子计算机的房间，占地面积达到170m2。
而印制板的出现，使复杂的线路可以预先设计好，安装时只要将相关电子元件插进相应的孔内，在波
峰焊机上流过，就完成了所有线路上元器件的连接。
从而极大地提高了电子产品装配的速度，大大地缩小了电子产品的体积。
    以上所说的，只是一种经典的印制板的典型功用，而实际上，现代电子产品的印制板已经发展到一
个更高的境界，从单层板到双层板，从刚性板到柔性板，从树脂板到陶瓷板，从非金属基板到金属基
板，从低密度板到高密度板，再从大功率线路板到微型线路板。
印制线路板已经发展成为一个重要的电子制造产业。
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章节摘录

　　第1章　印制板电镀基础　　1.1　关于电镀　　电镀技术在印制板的制造中有着非常重要的作用
。
它在印制板制造中已经不只是表面处理技术，而是一种制造方法和产品加工工艺。
当然对于制成后的印制板，电镀又扮演了提供功能性镀层的重要角色，对线路的导电性、耐蚀性、耐
磨性、装饰性等都提供了重要的保障。
因此，从事印制板制造工程技术人员、现场管理人员，工艺人员、操作人员，都必须对电镀技术有所
了解，才可能对印制板制造的全流程有可靠的控制，达成设定的目标。
　　电镀技术发展到今天，已经成为非常重要的现代加工技术，它早已经不仅仅是金属表面防护和装
饰加工手段，尽管防护和装饰电镀仍然占电镀加工的很大比重。
电镀的功能性用途则越来越广泛。
尤其是在电子工业、通信和军工、航天等领域大量采用功能性电镀技术。
电镀不仅仅可以镀出漂亮的金属镀层，还可以镀出各种二元合金、三元合金、乃至于四元合金；还可
以制作复合镀层、纳米材料；可以在金属材料上电镀，也可以在非金属材料上电镀。
这些技术的工业化是和电镀添加剂技术、电镀新材料技术在电镀液配方技术中的应用是分不开的。
　　据不完全统计，现在可以获得的各种工业镀层已经达到60多种，其中单金属镀层20多种，几乎包
括了所有的常用金属或稀贵金属。
合金镀层40多种，但是研究中的合金则达到240多种。
合金电镀技术极大地丰富和延伸了冶金学里关于合金的概念。
很多从冶金方法难以得到的合金，用电镀的方法却可以获得。
并且已经证明电镀是获得纳米级金属材料的重要加工方法之一。
　　除了合金镀层外，还有一些复合镀层也已经在各个工业领域中发挥着作用，比如金刚石复合镀层
用于钻具已经有多年的历史。
现在，不仅是金刚石，而且碳化硅、三氧化二铝和其他新型硬质微粒都可以做为复合镀层材料而获得
以镍、铜、铁等为载体的复合镀层。
同时，除了硬质材料可以复合镀，自润滑复合镀层也开发成功。
如聚四氟乙烯复合镀层、石墨复合镀层、二硫化钼复合镀等都已经成功地应用于各种机械设备。
已经储备或正在研制的非常规用复合镀层就更多，其中包括生物复合材料镀层、发光复合材料镀层、
纳米材料复合镀层等。
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